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1. はじめに

　自動車の電子制御は，ガソリンエンジンの制御から始ま
り，現在では，走る，曲がる，止まるという自動車の機能
の多くが電子制御されるようになってきている。さらに今
後の自動車に期待される進化は，安全，快適，低環境負荷
というベクトルを持ち，車両の外側との情報通信，車両制
御の高機能化・高精度化など，カーエレクトロニクスの多
様化，高機能化が益々求められるようになってきている。
このような方向性の中で，自動車用制御システムの実装技
術に対しては，①システム化（ECU統合によるシンプル化
＆高機能化）に対応する，小型，高耐熱，高耐振実装技
術，②電動化（制御の高機能・高性能化）に対応する，ア
クチュエータ一体・大電流対応実装技術などの飛躍的技術
革新が求められている 1)。さらに，③電子化・無線化（車
両内外の情報通信）に対応する，入出力機器，EMC技術　
なども増々重要となってきている。以下，高密度実装，プ
リント配線板，センサ，パワーエレクトロニクス，メカト
ロニクス，および情報通信の分野に分けて，その現状と展
望について詳述する。

2. 高密度実装

2.1	 自動車用電子製品への要求

　電子制御システムは，センサ，ECU，アクチュエータで
構成され，電子製品が進化を牽引している。自動車用電子
製品特有の要求は，(1)製品面では，システムの大規模化，
新規システムの増加，居住スペースの拡大（搭載スペース
の減少）などから，より小型化（高密度実装）が求められ
る。(2)環境面では，高温，冷熱サイクル，湿度や振動，各
種腐食ガス，各種電気ノイズ，電圧変動などの環境がより
厳しくなっている。また，(3)自動車は命を預かっているこ
とから，高信頼性が要求される。
2.2	 高密度実装の課題

　電子製品の高密度実装技術には，狭ピッチ配線や接続，
搭載部品の小型化，半導体チップの直接実装，チップの積
層などがある。製品が小さくなり設計寸法が小さくなる

と，製造ばらつき比率が増大し製造不安定になったり，機
能保証する部分が隠れたり小さすぎて全数観測できなくな
り，信頼性確保が困難となる。このため，高密度実装技術
の進化では，高信頼性の課題を解決することが難しい。
2.3	 事例紹介

　これを解決した事例を紹介する 2)。Auバンプが施された
2つのチップを積層し超音波でAuバンプをつぶして接合す
る工程（図 1）において，バンプの形状ばらつきや治具の
磨耗が原因で同じ設備条件で接合（プロセス時間一定）し
ても，バンプの潰れ量（チップ変位）は不安定となり正し
い接合ができないものが発生する（図 2左）。このため中野
らは，接合設備内にバンプの潰れ量を観測できる機能を追
加しフィードバック制御しながら接合することにより，バ
ンプの潰ればらつきを安定させて信頼性を確保した（図 2
右）。
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図 1.　フリップチップ接合工程概要

図 2.　プロセス時間一定接合とフィードバック制御接合


